
次世代の予知保全を支える高性能振動センサ

振動データを活用し、
保全判断をより迅速･的確に

IIS3DWB10IS

アプリケーション
•	 FFT、RMS、エンベロープなどの複雑な特徴量やAIアルゴリズムをリア
ルタイムで演算する、産業機器向け振動モニタリング

•	衝撃パルス波形を高精度に再現し、リアルタイム演算も可能な高性能
衝撃センサ

•	ロボティクス 
 
特徴

•	これまでにない振動センシング性能： 3軸デジタル出力、10kHzの超
広帯域、最大±200gの広い測定レンジ、超低ノイズを兼ね備え、さま
ざまな振動の状態監視を可能にします。

•	ISPU 2.0によるエッジでの迅速な判断： ハードウェア･アクセラレータ
を搭載したISPU 2.0が、ユーザ独自のアルゴリズムを用いて振動デー
タをエッジでリアルタイムに処理します。

•	過酷な環境への対応と長期供給： 最高125°Cの高温環境で動作し、産
業機器の使用環境や長い製品ライフサイクルに対応する長期供給を
実現します。

www.st.com/iis3dwb10is

STの次世代MEMS振動センサ
「IIS3DWB10IS」が、予知保全を新たなステ
ージへと導きます。高精度な振動センシング、
エッジ処理、優れた信頼性により、重要な設備
の状態を的確に把握できます。

最新の産業用途向けに設計された
IIS3DWB10ISは、高性能な振動モニタリング
機能と、ISPUによるエッジAI機能を統合。セン
サ上でリアルタイムにデータを処理し、設備状
態をより迅速かつ高度に分析できます。

さらに、過酷な環境にも対応する堅牢な設計に
より、長期間にわたる安定動作を実現。設備の
ダウンタイム削減や稼働状況の可視化を促進
し、効率的な予知保全を支援します。

https://www.st.com/content/st_com/ja/campaigns/iis3dwb10is-advanced-vibration-sensor-for-next-gen-predictive-maintenance-mems-mc4indu.html
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IIS3DWB10ISに搭載されたISPU（インテリジェント･センサ処理ユニット）2.0
ISPU 2.0は、センサにインテリジェントな処理機能を統合することで、開発期間の短縮、システム設計の簡素化、電力効率の向上に貢献します。ま
た、MEMS Studio、ST Edge AI Core、ST Edge AI Developer Cloudからなる包括的な開発エコシステムにより、モデルの学習からコード生成、
実機への実装までをスムーズに進めることができます。

主な利点
• 試作を迅速化： サンプルやリファレンス・アルゴリズム、ノーコード開発環境により、従来は数週間かかっていたアイデア検証を数時間で評価できます。
• 設計を簡素化： センサ内部でデータを処理することで、ホスト側のファームウェア開発や保守の負担を軽減します。
• コストを削減： 信号処理やAI処理をセンサにオフロードすることで、マイコン要件やシステム全体の部品コストを削減できます。
• 市場投入を迅速化： モデルを更新できるため、製品を早期に市場投入できるだけでなく、ハードウェアを変更せずに、発売後も機能を強化できます。
• 電力効率と通信効率を向上： イベント駆動型の動作により、消費電力を抑えるとともに、データ通信量を削減します。
• システムの堅牢性を向上： センサ内でデータを処理することで、クラウド接続なしでも、安定した応答時間でリアルタイムに判断できます。

ソフトウェア･ソリューション & ライブラリ

評価ツール

オーダー･コード 説 明

MEMS-Studio グラフィカルなノーコード環境で、MEMSセンサ向けアルゴリズムの設計や機能開発を行える組み込みAIソフトウェア・ソリューション

ST Edge AI Core ST製品向けAI最適化テクノロジー

ST Edge AI Developer Cloud 学習済みニューラル・ネットワーク・モデルから、最適化されたAIライブラリを生成・テスト

FP-SNS-DATALOG2 複数センサのデータを高速に収集・可視化する総合ツール･キット「ST High Speed Datalog」

ISPU-Examples インテリジェント・センサ処理ユニット（ISPU）向けのサンプルとチュートリアル

オーダー･コード 説 明

STEVAL-MKI253KA ISPU搭載の超広帯域3軸デジタル振動センサIIS3DWB10IS評価キット

X-NUCLEO-IKS5A1 産業用途向けモーション & 環境MEMSセンサ搭載STM32 Nucleo拡張ボード

IIS3DWB10IS | 振動データを活用し、保全判断をより迅速･的確に

プログラミング方法

ISPU向けニューラル・ネットワーク変換
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